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交联剂用量及交联剂复配对脱酮肟型单组分室温
固化导电胶性能的影响
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摘　要　制备了脱酮肟型单组分室温固化导电胶,重点研究了交联剂用量及交联剂复配对导电胶表干时间、力

学性能及导电性能等的影响.结果表明:适当提高交联剂用量可以缩短导电胶的表干时间,提升力学性能及导电性

能;当不同交联剂复配,调节合适的配比时,可进一步改善导电胶性能.
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Abstract　DeＧketoximetypeoneＧcomponentRTVＧ１conductiveadhesivewassynthesizedandtheeffectsof

amountsofcrosslinkagentandthedifferentproportionsofcrosslinkagentsonthetackＧfreetime,mechanicalproperty

andconductivityofconductiveadhesivewerestudied．Theresultsshownthatthetackfreetimewasshorten,the

mechanicalpropertyandconductivitywereimprovedwhenthecrosslinkagentswereincreasedproperly．Itwasindicated

thatwhencrosslinkagentwas４．０phr,theperformanceofadhesivewasfurtherimproved．
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　　单组分室温固化导电胶已广泛应用于设计复杂

的电子通讯设备的整体密封和导通及屏蔽的应用,
具有优异的导电性、良好的附着力以及可靠的屏蔽

效果,在常温下可实现现场原位固化,可很好地满

足电子器件外壳的电磁屏蔽、接地和防水气灰尘

等环境密封要求[１Ｇ７].按照交联剂所脱除的低分

子种类不同,单组分室温固化导电胶可分为脱醇

型、脱羧酸型、脱酮肟型、脱酰胺型、脱胺型、脱羟

胺型和脱丙酮型等类别.脱酮肟型单组分室温固

化导电胶储存稳定性好、粘结性好、表干时间较

短,目前已成为单组分室温固化导电胶最主要的

型号之一[８Ｇ１０].
本研究制备了脱酮肟型单组分室温固化导电

胶,研究了交联剂用量及交联剂复配对导电胶表干

时间、力学性能以及导电性能的影响.

１　实验部分

１􀆰１　原料与仪器

α,ωＧ二羟基聚二甲基硅氧烷(１０７胶,黏度为

２００００mPa􀅰s),蓝星化工新材料股份有限公司江西

星火有机硅厂;铜银粉,山西金利恒运科技有限公

司;纳米活性碳酸钙,浙江天石纳米科技股份有限公

司;甲基三丁酮肟基硅烷、乙烯基三丁酮肟基硅烷,
成都硅宝科技股份有限公司;有机锡催化剂,常州凯

瑞化学科技有限公司;其他助剂.
双行星搅拌机(HYＧXGJ型),广州红运混合设

备有限公司;万能材料试验机(GMTＧ８７０３型),深圳

万测设备试验有限公司;电热恒温鼓风干燥箱(１０１Ｇ
０BS型),上海基玮试验仪器设备有限公司;封装机

(DPMＧ２型),奎特机电有限公司.
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１􀆰２　样品制备

将１０７胶、导电填料以及补强填料等按照所需

配比,加入行星搅拌机中,在真空、高温条件下脱水

搅拌均匀,待物料温度降至室温后按照顺序加入交

联剂、催化剂、助剂等,继续抽真空搅拌均匀,后封装

入密封管中.本实验基本配方见表１.
表１　导电胶基本配方

组分 １０７胶 导电填料 补强填料 交联剂 催化剂 助剂

质量份/份 １００ ３５０ ８０ X ２􀆰３１ ３􀆰６０

１􀆰３　测试

胶料表干时间的测定按照 GB/T１３４７７􀆰５—

２００３«建筑密封材料试验方法»进行试验;硫化胶的

力学性能主要包括拉伸强度和断裂伸长率,按照

GB/T５２８—２００９«固化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力

应变性能的测定»进行试验;导电性能的测试按照

SJ２０６７３A—２０１６«电磁屏蔽橡胶衬垫材料规范»进
行试验.

２　结果与讨论

２􀆰１　交联剂用量对导电胶表干时间的影响

交联剂用量对导电胶表干时间的影响见图１.
由图可知,导电胶料的表干时间随着交联剂用量的

增大而缩短,这是由于当交联剂用量增大时,导电胶

料中的酮肟基团与空气中水分接触的机会变大,使
得表面硫化速度提高.

图１　交联剂用量对导电胶表干时间的影响

２􀆰２　交联剂用量对导电胶力学性能的影响

交联剂用量对导电胶力学性能的影响见图２.
由图可知,当交联剂用量在一定范围内增加时,硫化

导电胶的拉伸强度变大,并可以保持较好的扯断伸

长率.但随着交联剂份数的增大,硫化导电胶变硬,
拉伸强度下降,扯断伸长率降低.在一定范围内,当
交联剂增多时,可发生反应的交联点增多,使得导电

胶分子链交联网络的密度增大,从而使导电胶分子

形成较好的三维网状结构,拉伸强度和扯断伸长率

较好.但是当交联剂过量时,交联点过多限制了分

子链的位移以及伸展,导致导电胶力学性能下降.
另外,交联剂浓度过高会使导电胶料表面在硫化初

期形成网状结构,使得水分难以在导电胶料内部进

行扩散,进而影响产品的力学性能.当交联剂用量

为８􀆰５ 份时,产品的力学性能较佳,拉伸强度为

１􀆰０５MPa,扯断伸长率为１０７％.

图２　交联剂用量对导电胶料力学性能的影响

２􀆰３　交联剂用量对导电胶导电性能的影响

交联剂用量对导电胶导电性能的影响见表２.
由表２可知,在一定范围内,导电胶的导电性能随着

交联剂用量的增大而提升.当交联剂用量增大时,
交联点增多有利于导电网络的构建,使得导电性能

提升.但交联剂浓度过高时,在硫化后期过量的交

联剂可能会与导电填料网络发生作用,使得导电胶

的导电性能下降.当交联剂用量为８􀆰５份时,产品

导电性能最佳,体积电阻率为０􀆰０２５Ω􀅰cm.
表２　交联剂用量对导电胶导电性能的影响

交联剂的用量/份 ２􀆰５ ４􀆰５ ６􀆰５ ８􀆰５ １０􀆰５ １２􀆰５

体积电阻率/(Ω􀅰cm) ０􀆰１０５ ０􀆰０８５ ０􀆰０５７ ０􀆰０２５ ０􀆰０６８ ０􀆰０９２

２􀆰４　交联剂复配比例对导电胶表干时间的影响

交联剂复配比例对导电胶表干时间的影响见

图３.本实验选用两种交联剂,按照不同复配比例

分别制备脱酮肟型室温固化导电胶.交联剂 A 与

B的用量总和为８􀆰５份,其中 A 为甲基三丁酮肟基

硅烷,B为乙烯基三丁酮肟基硅烷.由图可知,在一

定范围内,增加乙烯基三丁酮肟基的比例可以缩短

导电胶的表干时间.这是因为交联剂中乙烯基的存

在使得其上面与硅原子直接相连的酮肟基活性较

高,水解速度较快,因此随着乙烯基三丁酮肟基含量

的增加,导电胶的表干时间缩短;当乙烯基三丁酮肟

基占总交联剂含量接近一半的比例时,表干时间几

乎达到最短,之后随着乙烯基三丁酮肟基含量的增

加,表干时间趋于稳定.当交联剂 A、交联剂 B使

用比例 为 ４􀆰５∶４􀆰０ 时,产 品 的 表 干 时 间 缩 短 至
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８􀆰３min.

图３　交联剂复配比例对导电胶表干时间的影响

２􀆰５　交联剂复配比例对导电胶力学性能的影响

交联剂复配比例对导电胶力学性能的影响见

图４.由图可知,当乙烯基三丁酮肟基硅烷的比例

增大以后,导电胶的拉伸强度和扯断伸长率都呈增

大的趋势,但不是很明显,这说明乙烯基三丁酮肟基

硅烷能更好地与１０７胶中的硅羟基反应,形成较密

的网状结构,从而使其拉伸强度和断裂伸长率都得

到提高,当增大到一定程度后继续增大乙烯基三丁

酮肟基硅的用量,会使导电胶的力学性能降低,这可

能是因为当乙烯基三丁酮肟基硅烷的比例增大以

后,硅烷分子之间的反应速度较快,从而使能够与

１０７胶反应的硅烷量减少,降低了硫化胶的交联密

度,导致力学性能下降.当交联剂 A、交联剂 B使

用 比 例 为 ４􀆰５∶４􀆰０ 时,产 品 的 拉 伸 强 度 为

１􀆰８５MPa,扯断伸长率为２１３％.

图４　交联剂复配比例对导电胶力学性能的影响

２􀆰６　交联剂复配比例对导电胶导电性能的影响

交联剂复配比例对导电胶导电性能的影响见

表３.由表３可知,当乙烯基三丁酮肟基硅烷的比

例增大,导电胶的导电性能提升.这是由于乙烯基

三丁酮肟基硅烷的活性较高,水解反应速率较快,
有利于导电胶内部交联网络的构建,使得导电性

能提升.

表３　交联剂中B的含量对导电胶导电性能的影响

交联剂A∶交联剂B ８􀆰５∶０ ６􀆰５∶２􀆰０ ４􀆰５∶４􀆰０ ２􀆰０∶６􀆰５ ０∶８􀆰５

体积电阻率/(Ω􀅰cm) ０􀆰０２５ ０􀆰０２１ ０􀆰０１５ ０􀆰０１７ ０􀆰０１９

３　结论

本实验主要探究了交联剂用量及交联剂复配对

导电胶表干时间、力学性能及导电性能的影响.结

果表明,增加交联剂用量可以提升导电胶的力学性

能,同时可缩短其表干时间,当交联剂用量为８􀆰５份

时,表干时间为２２􀆰５min,拉伸强度为１􀆰０５MPa,扯
断伸长率为１０７％;当不同交联剂复配时,适当增加

乙烯基三丁酮肟基硅烷的用量可以提升导电胶性

能,体积电阻率最小可达０􀆰０２５Ω􀅰cm,当交联剂 A、
交联剂B使用比例为４􀆰５∶４􀆰０时,表干时间缩短至

８􀆰３min,拉 伸 强 度 为 １􀆰８５MPa,扯 断 伸 长 率 为

２１３％.
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